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Preamplificator
universal
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Cod 9113
590.000 lei
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Cod 869
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tehnologie

Componente electronice

destinate tehnologiei

SMT (V)

Ciprian lonescu

Facultatea Electronica si Telecomunicatii, UPB-CETTI
E-mail: ciprian@cadtieccp.pub.ro

- urmare din numarul trecut -

Capsule "Fine Pitch"

Pentru un numar de terminale mai mare
ca 84 s-a constatat ca utilizarea unor
capsule cu distanta dintre terminale de
50 mil nu mai este eficienta si s-a propus
trecerea la capsule mai fine numite "fine
pitch".

Standardul adoptat de toti producatorii
de circuite VLSI in SUA este o capsula cu
25 mil intre centrele terminalelor de tip
"gull wing". Desi terminalul "J" a fost

0.025
Tipic

[FonexCluo
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adoptat ca standard la PLCC-uri, pentru
capsule "fine pitch" terminalul "J" devine
greu de fabricat. Capsulele cu pitch de
25 mil (0,635 mm) sunt referite ca EIA MO
986. Numarul de pini ai acestora este de 84,
100, 132, 164, 196 si 244 iar dimensiunea
corpului variazd intre 20 mm? si 42 mm?.
Deoarece capsula prezinta la colturi o
Fnargine (bumper) care se extinde cu 2 mil
peste cota terminalelor pentru a le proteja in
timpul montajului, capsula "fine pitch" se

Quad Flat Pack (QFP)

mai numeste BQFP (Bumpered Quad Flat
Pack). Terminalele fiind protejate la atingere,
aceste capsule se pot livra In tuburi sau role
cu banda. Varianta metalicd a acestei
capsule este denumita BMQUAD.

Dimensiunile acestei capsule se pot
urmari in figura 13.

Organizatia EIAJ (Electronics Industries
Association of Japan) defineste capsule
cunoscute ca Quad Flat Pack (QFP) si Shrink
Quad Flat Pack (SQFP) cu dimensiuni variate

Fig. 13
Dimensiunile
capsulei QFP
dupa standardul

JEDEC-SUA

Numar
pini D

84 0.710-0.7560 0.770-0.790
100 0.810-0.850 0.870-0.890
132 1.010-1.050 1.070-1.090
164 1.210-1.250 1.270-1.290
196 1.410-1.450 1.470-1.490
224 1.580-1.620 1.640-1.660



pentru corpul componentei, grosimi,
pitch-ul terminalelor sau numarul de pini.
Capsulele definite de EIAJ sunt dreptun-
ghiulare si patrate. Pentru varianta patrata
sunt 13 marimi standard cu pitch de 0,5, 0,4
si 0,3 mm, existand astfel 39 de variante.
Capsulele EIAJ sunt definite in sistem metric.

Dimensiunile laturii capsulei variaza de la
5 mm pentru 24 pini la 46 mm pentru 576
pini. Dimensiunile capsulelor rectangulare
variazda de la 5x7mm pentru 32 pini la
28x40mm pentru 440 pini, existand si aici
39 de variante de capsule. O caracteristica a
standardelor EIAJ este ca se admite sa existe
un numar diferit de pini pentru aceeasi
dimensiune de capsula la acelasi pitch, deci
trebuie studiate cu atentie datele de catalog.
In mod similar, o capsuld nu este definita

univoc prin numarul de pini si pitch, dimen-
siunile pinilor si dimensiunile corpului
putand varia de la tip la tip.

Capsulele tip EIAJ] nu au "bumperi"
pentru a proteja terminalele, de aceea tre-
buie livrate 1n tavi "waffle".

Capsulele tip EIAJ stau practic lipite de
circuitul imprimat si pot genera probleme la
operatia de curdtare. De asemenea, capsu-
lele fiind foarte subtiri nu pot prezenta dis-
persor de caldura ("heat spreader") si astfel
pot avea probleme de regim termic.

Pe langa cele doua tipuri mai raspandite
de capsule QFP, exista multe variante a caror
denumire depinde de tipul materialului
utilizat (plastic, ceramica sau metal) si de alti
factori. Mai putem intalni astfel denumirile
PQFP - Plastic Quad Flat Pack, CQFP -
Ceramic Multilayer QFP, CERQUAD -
Ceramic Quad Flat Pack, MQUAD - Metal
Quad Flat Pack, MQFP - Metric Quad Flat
Pack, TQFP - Thin Quad Flat Pack, LQFP -
Low Quad Flat Pack, etc.

Tape Automated Bonding

Conceptul de incapsulare TAB (Tape Au-
tomated Bonding) a fost initial realizat ca o
alternativa rapida si robusta la sudura cu fire
(Wire Bonding). In prezent TAB s-a dovedit a
fi o metoda performanta de a realiza trans-
portul si asamblarea chipurilor semiconduc-
toare pe placa de circuit imprimat.

Pentru realizarea TAB se creeaza un set
de trasee conductoare pe o banda suport
printr-un proces fotolitografic. Reteaua de
trasee conductoare sub forma de lamele
corespunde pastilelor circuitului integrat

Terminatie extericara

Terminatie interioard

Fereastré interioard

Fereastra exterioard

. Fig. 14

] [ Chip siliciu l

Terminatie interioard Bumb
Folie (bandd) de poliimida
Terminatie exterioara

Circuit integrat
Adeziv

Résind Folie de cupru (stanaté)

in constructia TAB

neincapsulat (chip). Conectarea chipului se
face intr-o singura operatie, de obicei prin
termocompresie. Dupa lipire, chipurile sunt
incapsulate n rasina, vezi figura 14.

Chip-urile pot fi pastrate in aceasta
formd, banda asigurand robustetea struc-
turii. Pentru asamblare banda este plasata
pe placa de circuit imprimat, zona exterioard
a lamelelor este tdiata si indepartatd iar
capetele ramase sunt lipite pe pastilele
aflate pe placa de circuit imprimat.

Circuitele n varianta TAB pot conecta
pastile pe chipul semiconductor mai fine
decat in procesul de sudura cu fire. De
asemenea, inaltimea TAB este mai mica de-
cat cea a unei alte capsule pentru care s-a
utilizat sudura cu fire. Necesitand echi-
pament special pentru lipirea terminalelor
exterioare la cablaj si tdierea cadrului exte-
rior, desi performanta, tehnologia TAB are o
raspandire limitata.

Capsule Ball Grid Array - BGA

Utilizarea capsulei BGA a fost ceruta de
problemele care apar n utilizarea compo-
nentelor "fine pitch" cu numar mare de ter-
minale care pun probleme dificile la mani-
pulare. De asemenea, depunerea pastei de
lipit la asemenea dimensiuni este o operatie
dificila. Capsulele BGA au terminale robuste
sub forma bilelor, iar pitch-ul este sensibil
mai mare.

De obicei, introducerea unei familii noi

de capsule, cu densitate mai mare de
. -

[SonexCluo
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impachetare este insotita de o reducere a
randamentului si a calitatii, cum a fost cazul
cu "“fine pitch" si TAB. Cazul BGA este o ex-
ceptie, capsula asigurand o densitate mare
odata cu cresterea randamentului.

Capsula BGA este derivata din capsula
PGA (Pin Grid Array), dar in locul pinilor
prezinta bile de lipire ("solder balls").

Dintre avantajele utilizarii capsulelor
BGA amintim:

- densitate mare de interconectare,

- constructie robusta,

Colt #1
Pin #1

#

S

- performante electrice bune (inductante pa-
razite reduse datoritd scurtdrii terminalelor),

- performante termice bune,

- compatibilitate cu procesul SMT, depunerea
pastei, plasare, lipire tip "reflow",

- randament de fabricatie ridicat.

Dintre dezavantajele capsulelor BGA

amintim:

- inspectia vizuala a lipiturii este foarte dificila,
dacd nu chiar imposibila.

- necesitd echipament special pentru operatii
de "repair & rework" .

Capsulele BGA se auto-aliniaza in timpul
procesului de lipire, chiar la o dezaliniere de
50% fata de pozitia normala. Acesta este u-
nul din motivele pentru care se obtine un
randament ridicat al asamblarii utilizand
capsule BGA. Inaltimea capsulei este mai.re-
dusa decét in cazul capsulelor cu terminale
"gull wing" si de aceea aceste capsule se
preferd in echipamente portabile de tipul
pagerelor sau telefoanelor celulare.

Exista mai multe tipuri de capsule BGA:
Intalnim astfel varianta BGA pe bazd de

a0°

=]
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ceramica numite CBGA si o capsula derivata

numitd CCGA (Ceramic Column Grid
Array). Foarte raspandita este capsula BGA
din material plastic referita ca PBGA. O alta
varianta este TBGA (Tape Ball Grid Array). In
figura 15 este prezentata structura capsule-
lor BGA amintite anterior.

Conexiunea interna a chipului semicon-
ductor in cazul capsulei Ceramic BGA
(CBGA) se face prin sudura cu fire sau prin

Substrat flexibil
Cu-poliimida

Bile de lipire

Fereastra pentru
sudare

Elastomer

procedeul flip chip. De asemenea, capacul
(lid) poate fi orientat in sus sau in jos,
capsulele respective fiind numite "cavity
up" si "cavity down", ca in cazul capsulelor
LCCC. Bilele de lipire se realizeaza din aliaj
de lipit cu 90% Pb si 10% Sn, avand punc-
tul de topire la 302°C. Atasarea la circuit se

5
-
.
.
-
*
*
T
-
-
h
-
.
-
=

-
i3
i
458
b
" hoe
W b,
e
“sy
b
b b
Db
- ;

w
-
-
.
.
-
-
b
»
-
%
-
-
s

»

face prin aliajul eutectic 37% Pb si 63% Sn.
Diametrul bilelor este de 35 mil iar
dimensiunea capsulei poate merge de la 18
la 32 mm. In anumite conditii capsulele
CBGA dezlipite de pe circuite pot fi reutiliza-
te. Dezavantajul capsulelor CBGA este ca
masa lor termica mare face dificila lipirea tip
reflow. Ca si in cazul LCCC, diferentele care
exista intre coeficientii de dilatare ai substra-
tului si ceramicii conduc in timp la aparitia
de crapaturi in zona de lipire.

Capsula CCGA este utilizata pentru di-
mensiuni mai mari ale chipului semicon-
ductor. Ca si CBGA, poate utiliza un substrat
ceramic multistrat. Sunt foarte asemana-
toare capsulelor PGA dar cu un pitch mai
mic si cu tije (coloane) in loc de pini. Diame-
trul coloanei din Sn-Pb este de aproximativ
0,5 mm iar inaltimea coloanelor este cuprin-
sd intre 1,2 si 2,1 mm.

Coloanele mai inalte pot prelua solici-
tarile, crescand fiabilitatea. Studii de specia-
litate au aratat ca aceste capsule sunt de 3
pana la 5 ori mai fiabile decat capsulele

Terminal panglica
sudat

CBGA. Pe de alta parte, coloanele mai inalte
nrautatesc performantele electrice ale
capsulei. Coloanele sunt mult mai fragile de-
cat bilele si pot fi deteriorate foarte usor, ca
si pinii circuitelor "fine pitch".

Capsula PBGA (Plastic Ball Grid Array) es-
te realizatd pe baza unei placi de circuit im-
primat (tip laminat) rezistenta la tempera-
turi ridicate. Capsula a fost dezvoltata initial
de firmele Motorola si Citizen sub numele
de Over Molded Pad Array Carriers
(OMPAC) in anul 1989. Ca in cazul CBGA
chipul se conecteaza la circuitul imprimat
de baza (PCB) prin "wire bonding" sau prin
procedeul "flip chip". Circuitul imprimat de
baza poate fi dublu strat sau multistrat, in
functie de complexitatea circuitului inte-
grat. Bilele de lipire au diametrul de 30 mil
si sunt din aliaj eutectic 37%Pb, 63% Sn cu
punctul de topire la 183 °C sau din aliaj
36%Pb, 62%Sn, 2% Ag cu punctul de to-

pire la 179 °C. Pitch-ul este in general de
1mm, 1,27 mm sau 1,5 mm. In viitor se va
tinde spre valori de 0,8 mm pana la 0,25
mm. Numadrul de pini poate merge de la 16,
capsula de 7mmx7mm pana la valoarea im-
presionantd de 2400 cu o dimensiune a
capsulei de 50 mmx50mm. n figura 16
sunt prezentate diverse aranjamente ale bi-
lelor pe fata inferioard a capsulei PBGA.
Varianta cu matrice completa sau cu
echipare completa poate pune probleme
privind realizarea rutelor pe circuitul impri-
mat. Pentru a mai crea spatiu au fost reali-
zate aranjamente asa zis "depopulate”.
Exista astfel varianta cu dispunere perime-
trald, cu aranjament in zig-zag sau cu depo-
pulare selectiva. Capsula cu aranjare peri-
metrala si bile in centru se numeste matrice
cu Tmbunatatire din punct de vedere termic.
Bilele din partea centrala nu sunt de obicei
conectate electric, ele avand rol doar in
transferul termic de la capsula spre circuitul
imprimat.

Capsula PBGA este o variantd "low

Fig. 17
Capsula Micro BGA

a firmei Tessera

cost" de capsula cu inaltime foarte mica.

Totusi, unele circuite in varianta PBGA
pot fi mai scumpe decat echivalentul circu-
itului in capsule de tip "fine pitch",
capsulele BGA fiind totusi o tehnologie mai
noua.

[SonexClub
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Printre dezavantajele capsulelor PBGA
amintim faptul ca sunt foarte sensibile la
umiditate si sunt dificil de reutilizat dupa
dezlipirea de pe un circuit imprimat, bilele
din aliaj eutectic topindu-se.

Varianta TBGA (Tape BGA) a fost introdu-
sa de IBM. Este tot o varianta cu pret redus,
cu Tnaltime mica, la fel ca la PBGA. Foloseste
un substrat cu permitivitate dielectrica redu-
sa (poliimida) si un substrat de tip TAB cu
doua straturi (unul de semnal si unul de
masa).

Solicitarile mecanice in aceasta capsula
sunt reduse deoarece adezivii si substratul
flexibil preiau eforturile datorate dilatarii.

Spre deosebire de CBGA unde bilele de li-
pire sunt lipite de capsuld cu aliaj eutectic, in
cazul TBGA bilele de lipire care sunt din
acelasi aliaj 90%Pb, 10% Sn sunt partial to-
pite pentru a fi atasate substratului capsulei.
Pitch-ul capsulelor TBGA este de regula de
50 mil iar dimensiunile variaza de la 21 la

40 mm. Un oarecare dezavantaj al Capsulei
este ca permite un singur plan de rutare a
traseelor si deci va fi utilizata pentru circuite
relativ simple. In aceeasi ordine de idei, cele-
lalte tipuri de capsule BGA amintite pot
gdzdui mai multe chipuri semiconductoare,
ceea ce nu este cazul pentru TBGA. Capsula
TBGA necesita chipuri semiconductoare cu
bumbi auriti, care este posibil sa fie greu
disponibile.

Chip Scale Package

O capsula care ocupa cu numai 20%
mai mult din mdrimea chipului semicon-
ductor se numeste CSP- Chip Scale
Package. Capsulele CSP ofera o densitate
de Tmpachetare mai mare decat BGA dar
mai mica decat flip chip. Avantajul CSP este
ca procesul tehnologic nu este atat de
complex ca cel pentru flip chip (procesul
C4), ci este compatibil cu procesele din teh-
nologia montarii pe suprafata. Numarul de

pini, mdrimea, caracteristicile electrice si
termice sunt apropiate de cele ale
componentelor flip chip. Dimensiunile CSP
fiind putin mai mari ca cele ale flip chip-
urilor, performantele electrice ale acestora
sunt totusi putin mai reduse decat ale
componentelor flip chip. Tn prezent mai
multe firme produc diverse capsule CSP cu
variante si denumiri diferite. Una din pri-
mele capsule CSP a fost Micro BGA (sau
mBGA) a firmei Tessera. Structura capsulei
Micro BGA este prezentata in figura 17.
Capsula utilizeaza un circuit flexibil pe
bazda de poliimida pentru a directiona
semnalele de la chipul semiconductor catre
bilele de lipire, aflate in interior. Este o con-
ceptie opusa TAB la care traseele conduc-
toare erau Indreptate catre exterior. Capsu-
la Micro BGA are performante electrice
foarte bune. Evacuarea caldurii se poate fa-
ce pe partea opusa bilelor, direct de pe chi-
pul de siliciu. De asemenea, utilizarea ma-

terialelor plastice evita aparitia de solicitari
mecanice. Capsula necesita insa echi-
pamente de dispensare si plasare similare
celor pentru capsule "fine pitch", deoarece
la randul sau are un pitch foarte mic de
0,5, 0,65, 0,75, 0,8 si 1,0 mm. Capsula a
fost adoptata de peste 30 de firme mari si
se apreciaza ca va fi larg utilizatd. Tn pre-
zent se utilizeaza la memorii FLASH, SRAM
si circuite DSP pentru echipamente porta-
bile, circuite DRAM si SRAM, ASIC de mare
performanta, in aplicatii militare, medicale,
auto de inalta fiabilitate. @
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- cap de sondare =200mm
- afisarea adancimii

- sensibilitate reglabila

- determinarea naturii metalului (discriminare)

- indicator ,,LOW BATTERY"

- prevazut cu mufé pentru casca (3,5mm)

- alimentare: baterii 2x9V (neincluse)
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Tektronix

Carte de vizita

Optical Communications
Vidoo Test

sorios

Logic Analyzers

signal Sources

Protocol Analyzers
Othar TaM

Product Finder

Applications & Technologles

www.tektronix.com

Ca lider mondial in echipamente

de testare, masurare si monitorizare,
Tektronix este unul din principalii
artizani ai convergentei dintre
computere si telecomunicatii.

in orice moment, cand se navigheaza
pe Internet, cand se apeleaza

un telefon sau se comanda TV-ul,
oamenii iau contact indirect

cu munca oamenilor de la Tektronix.

Tektron/ix’
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rodusele si tehnologiile propulsate

de Tektronix se intalnesc in majori-

tatea centrelor de cercetare, labo-
ratoarelor sau retelelor de comunicatii.

Cu sediul central langa Portland, Oregon,
Tektronix a urmarit indeaproape evolutia
spectaculoasa luatd de electronica dupd al
doilea razboi mondial. Fondatorii companiei
au inventat primul osciloscop triggerat din lu-
me n anul 1946, an in care s-a si fondat com-
pania (in ianuarie).

Azi, Tektronix este una din cele mai mari
companii care dezvolta si produce echipa-
mente de testare si masurare, cu o acaparare
a pietii de cca. 1,5 miliarde de dolari. Numarul
de angajati este de aproximativ 4200 in in-
treaga lume.

Strategia celor de la Tektronix este focali-
zatd pe dezvoltarea de produse orientate n
trei directii principale: piata computerelor, co-
municatiilor si cea a semiconductoarelor care
sta la baza platformelor viitoare de comunica-
tii si informatica.

Firma are distribuitori startegici in peste 20
de tari din cele doud continente americane,
Europa, Asia - China si Japonia.

Portofoliul de produse este compus din
peste 1000 de echipamente de test, masurare
si monitorizare.

Produsele sunt realizate cu circuite integra-

About Us

te specializate - ASIC. Firma are la activ
aproximativ 675 de patente in Statele
Unite si Tn alte tdri, anual inregistrandu-se cca.
60 de noi patente.

Primul osciloscop a fost introdus pe piata
de Tektronix in anul 1947. Actualmente,
piata este ocupata in proportie de 48% pe
scara mondiala, ceea ce Inseamna ca unul
din doua osciloscoape curent utilizate este
Tektronix!

Analizoarele logice au constat o evolutie
importantd a osciloscoapelor (cu mai multe in-
trari). Alte produse sunt cele dedicate secto-
rului video (cu 6 premii pentru inovatie) pen-
tru analiza complexa a semnalelor video sau
cele dedicate sectorului comunicatiilor (echi-
pamente portabile, testere pentru camp
electromagnetic, retele).

De remarcat osciloscoapele digitale cu
fosfor pe display (display color) ce permite me-
morarea si analiza semnalelor in timp real, u-
tilizand cele "trei dimensiuni" ale acestuia -
amplitudine, timp. Punctele de pe display pre-
zinta intensitate - culoare - diferita functie de
frecventa. Achizitia se face in timp real, de re-
marcat fiind analiza Fourier a semnalului
(functie FFT).

Pentru mai multe informatii despre
produsele Tektronix va invitam sa vizitati
ite-ul companiei la www.tektronix.com. 4




Tektron/iX@

SPECIFICATII TEHNICE: Osciloscoape |

2500 de puncte de inregistrare;

Numar canale: 2 (izolate galvanic);

Sensibilitate intrare: 5mV/div...50V/div;

Tensiune maxima de intrare: 300V (c.c.+c.a.);

Mod de operare: CH1, CH2, DUAL, ADD, SUB, X-Y, MULT, PUTERE CALCULATA;
Memorie: 10 forme de unda, 10 seturi de masuratori multimetru, 10 setdri implicite;
Masurari automate: perioada, frecventa, latime pulss, timp crestere/cadere,

factor de umplerexvarf-la-varf, amplitudine, valoare medie, medie/ciclu, valoare efectiva, efectiva/ciclu, ldtime salva;
Comunicatie: interfata programabila pe RS232;

Alimentare: acumulatori Ni-Cd (4,8V/2,8Ah) sau de la retea 220V AC cu adaptor;
Masa: 2,2kg (cu accesorii);

Dimensiuni: 323x151x124mm.

TDS 1012

Afisare digitala LCD mono VGA
Banda de frecventd: 0...100MHz

Rata de esantionare: 1GS/s

Phvs e =

PG O Q0000 EEE0OO0OOOS®O6GOEO®ES

TDS 2012

Afisare digitala LCD mono VGA
Banda de frecventa: 0...100MHz

Rata de esantionare: 1GS/s
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Service GSM (V)

Prezentare hardware
si defecte tipice

Croif V. Constantin

- urmare din numarul trecut -

Serialul continud cu prezentarea

Componentele care pot genera probleme
de start la modelul T18 sunt in ansamblu co-
nectoarele (interfata) acumulator - pad-uri
PCB, blocurile regulatoare de tensiune, crista-
lul de 13MHz pentru ceas si circuitul de frec-
venta corespunzator, microprocesorul sau
convertorul multi-mode.

defectelor intalnite la diverse

tipuri de telefoane din familia Ericsson.
in numarul precedent s-au prezentat
probleme generale si probleme de "start"
la modelul A2618. in acest numar se
continua cu aceleasi probleme pentru alte

modele de terminale, respectiv T10 si T18.

In figura 11 sunt prezentate detaliat am-
plasarea elementelor regulatoare de tensiune.
Pe pinul 5 al acestora trebuie sa se masoare,

12 APRILIE 2003
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cu telefonul sub tensiune, 3,2V. Problema sta-
ri contactelor bateriei - placa telefon a fost
dezbatutd intr-un capitol anterior.

Circuitul de ceas (figura 12) este format
dintr-un cristal pe 13MHz si un circuit de pro-
cesare frecventa. Tensiunile care se masoara la
pinii cristalului de 13MHz sunt: pinii 1si 3 -0V,
pinul 2 - 2V si pinul 4 - 3V.

O alta cauza care poate genera probleme

Fig. 11 Detalierea componentelor destinate

managementului alimentarii

de start sau start "aleator" este microproceso-
rul, respectiv defecte software ale memoriei

flash ROM sau EEPROM (figura 13). Acestea



Fig. 12 Defecte ale circuitului de ceas

Fig. 14 Defectarea circuitului de test al bateriei

se pot rescrie cu interfete de date speciale si
soft pentru PC specializat.
Trebuie acordata atentie la versiunea de

le incorecte
genereazd
offsau
naturd.

soft care se scrie, ea trebuie ca sa fie aceeasi
pentru cele doud tipuri de memorie. Modifica-
rea accidentald a datelor din EEPROM poate

genera probleme de start permanent sau in-
termitent. Daca pinii acestor circuite nu sunt
bine lipiti (lipituri reci) telefonul nu va porni.

La telefoanele Ericsson existd un circuit
multi-mode (convertor date) care testeazd
printre altele tensiunea bateriei (figura 14).
Daca acest circuit este defect sau are pini dez-
lipiti, testarea se face cu eroare, telefonul sem-
naland fals baterie descarcata, iar cand aceas-
ta are nivelul “tensiune mica” pe elemente
sale telefonul comuta “off” se opreste in con-
ditii normale de alimentare, ldsand senzatia ca
telefonul consuma mult sau acumulatorul si-a
pierdut cu mult din capacitatea nominala.

Pentru a elimina suspiciunile de "lipituri
reci" componentele semnalate in figurile 11,
12, 13 si 14 se vor relipi cu aer cald utilizand o
solutie cu conductivitate termicd buna (de
exemplu spray Flux SK).

Se trece Tn continuare la prezentarea struc-
turata a defectelor on/off.

Telefonul nu porneste,
consum de curent fara ca tasta on/off

sa fie actionata

Se alimenteaza telefonul de la o baterie de
test sau dintr-o sursa de alimentare. Se masoa-
ra curentul consumat cu un multimetru po-
zitionat pe gama de minim 200 mA. Daca te-
lefonul consuma imediat curent se mdsoara
tensiunile VDIG, VCORE, VRAD, WVCO si
VRPAD (figura 15). Daca una din aceste ten-
siuni nu este corectd, se denotd un defect al
regulatorului de tensiune propriu. Regulatoa-
rele se gasesc Tn apropierea condensatoarelor
pe care se masoara tensiunile. Dacd toate
tensiunile sunt corecte, se masoard tensiunea
la pinul 1 al circuitului V702 (figura 16) care
trebuie sa fie aproximativ OV. Pentru o tensi-
une incorecta cel mai probabil exista un scurt-
circuit la tasta on/off. Este posibil ca tastatura
sa se fi degradat si sa existe "depuneri” de
material pe pad-ul respectiv. Se curata bine cu
alcool tehnic cu ajutorul unei periute.

Daca defectul persista este bine ca
telefonul sa fie vazut de un service autorizat
de producdtor.

Telefonul nu porneste,
. nu consuma curent

Daca la masurarea consumului telefonul nu
consuma curent se masoara rezistenta de la
pad-ul tastaturii marcat cu "No" la pinul 1 al
circuitului V702 (figura 16). Valoarea corectd
este de aproximativ 2,2kQ. Dacd este incorec-
t4 se masoara rezistenta de la pinul 3 al acelu-
iasi circuit (V702) la pinul 3 al componentei
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Se mdsoara tensiunile VDIG (~3,2V) si
VCORE (~2,5V), ambele in figura 15. Daca
sunt mult mai mici se masoara rezistenta
punctelor de masura catre masa - VDIG

>48kQ, VCORE >40kQ. Daca rezistentele ma-
surate sunt corecte se inlocuiesc regulatoarele
de tensiune proprii. Pentru valori incorecte se
recomanda apelarea la un nivel avansat de

1
I OTF | voore
=
(]

[
[ | 2.5V
0ls

|, N706

service.

Fig. 15 Pentru valori corecte ale VDIG si VCORE se
verifica VRAD (~3,8V), VWWCO (~3,8V) si

Puncte de VRPAD (~3,2V). Daca una din aceste din urma
sunt mult mai mici se masoara rezistentele c&-

masura pentru tre masa: VRAD si VWCO > 100kQ si VRPAD >
40kQ.

defectul Daca sunt corecte, se inlocuiesc regula-
toarele corespondente, de exemplu N702

“nu porneste, pentru VRPAD. Daca rezistentele sunt mici,
probabil ca exista un scurtcircuit pe traseul

consum curent” acestor tensiuni.

Daca VVCO si VRPAD sunt corecte se

:]U [ =] (=] k=
s §

ralh

i

: ] — =
N0

0

=]
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Fig. 17 Puncte de masura

pentru defectul “telefonul
€720

E:E 0 ﬂ' _v702:1 Fig. 16 Puncte de méasura
N702:3 ‘ ~V702:3

qﬂl:lmﬂ[m =] 0

marcate cu N702 - valoarea corecta este
circa 0Q, caz in care se inlocuieste V702.
Daca rezistentele masurate sunt incorecte
defectul provine dintr-o fisura in cablajul
imprimat si in cele mai multe cazuri nu mai
este nimic de facut decat daca se reuseste
identificarea prin comparatie cu un model
bun si repararea dacad este posibil cu con-
ductor subtire si flexibil.

Telefonul nu porneste, _

consum mai mare de 200mA

Se alimenteaza telefonul si se masoara cu-
rentul consumat, iar daca valoarea este mai
mare de 200mA se urmeaza pasii urmatori.

14 APRILE 2003  [SonexClub

pentru defectele prezentate

functioneaza numai cu

tasta on/off actionata”.

L . ONNECT INTL
Tel./ Fax: 021-242 64 66: 0?88 36 88 75

W Solutii pentru automatizari si telecomunicatii

Proiectare circuite imprimate

Service telefonie mobila
Manuale service si componente telefoane GSM

Cablare sisteme alarma, interfonie, CCTV, control acces




masoara rezistenta de la punctul
VBATT la masa (intre pad-urile de
alimentare).

Daca este incorecta, se trece la un
nivel superior de service, calificat.

Telefonul functioneaza atat timp
cat este apasata tasta on/off

Se alimenteaza telefonul si se tine
apasat tasta on/off.

Se masoara tensiunea la bornele lui
€692 (~3V, figura 16).

Daca tensiunea este incorecta tre-
buie sa ne asiguram ca pinul nr. 119
de la microprocesor (CPU, figura 13)
nu are lipitura rece.

Dacad este corectd, se mdsoara in
continuare rezistenta lui C692 care
trebuie sa fie n jur de 200kQ); pentru
valoare incorecta se inlocuieste C692,
altfel se verificd tensiunea la N706 (pin
1 - GND, 2 - VBATT, 3 - 3V iesire ten-
siune). Daca VBATT lipseste, exista fi-
suri in cablaj.

Daca valorile sunt incorecte se in-
locuieste N706. Daca insd, toate valo-
rile sunt corecte se masoara cu volt-
metrul la borna pozitivd a lui C720
(figura 17) tensiunea VRTC (~3V). Da-
ca lipseste se nlocuieste V711. Daca
tensiunea este corecta se masoara
rezistenta de la electrodul pozitiv al lui
C720 la cel marcat al lui C692
(~0Q).

Daca este mult mai mare atunci
cel mai probabil ca exista o fisurd
in cablaj ce cu greu poate fi depis-
tatd. Se poate incerca prin compa-
ratie. @

Spray-uri
tehnice

Trei pasi pentru refacerea si

intretinerea contactelor electrice

Prezentdm o gama de solutii tehnice pentru
refacerea contactelor electrice cu

probleme. Refacerea, precum si intretinerea
acestora se face in trei pasi, dupa cum se
prezinta in continuare.

Pasul 1 - KONTAKT 60

Solutia KONTAKT 60 dizolva oxidul de pe
contacte si reface rezistenta electrica de contact,
mica la presiuni de contact joase, inldturand si
coroziunile. Este o substanta dielectrica, nu afec-
teaza metalul, plasticul sau alte materiale bazate
pe carbon si nu favorizeaza scurgerile de curenti.

Alsturat se observa un grafic explicativ ce
releva proprietatile substantei.

Cod: 4373 Pret: 170.000 lei/200ml
Cod: 4374 Pret: 270.000 lei/400ml

Pasul 2 - KONTAKT WL

Spray-ul se aplica dupa tratamentul cu
KONTAKT 60, degreseaza si curata contactele
electrice si usuca suprafata lor. Toate reziduurile
sunt eliminate. Se recomanda la orice conectori,
comutatoare pentru motoare electrice sau la

relee.
Cod: 4378 Pret: 150.000 lei/200ml
Cod: 4379 Pret: 250.000 lei/400ml

Pasul 3 - KONTAKT 61

Solutia curdta bine, este lubrifianta si
anticooroziva. Oferd un inalt grad de protectie la
coroziune, un film protectiv foarte subtire for-
mandu-se la suprafata contactului, fara sa-i
influenteze rezistenta.

Fortele de frecare intre contacte sunt reduse,
viata acestora fiind prelungita.

Pret: 170.000 lei/200ml
Pret: 270.000 lei/400ml

Cod: 4375
Cod: 4376
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Temporizator

CuU microcontroler

CNX 198

conex
electronic

Utilizate in industria grea sau

usoara (constructii sau textile),
temporizatoarele ce au ca element
de executie releul sunt miniautomate
programabile de timp,

deosebit de utile in

procesele automatizate.
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ontajul este un temporizator
bazat pe microcontrolerul AT
90S 1200 (de tip AVR) si care
este structurat, din punct de vedere con-
structiv, pe doua circuite imprimate inter-

conectate  prin  conectorul  K9-K10
(figura 1).

Baza de timp este pilotata de un cristal de
cuart cu frecventa 4,096MHz. Afisarea se
face multiplexat pe un display de 4 digiti
(IC4) comandat pe intrarile de segmente de
un microcontroler (IC1) si pe catozi de buf-
ferul 1C2. Circuitul 1C2 comanda si releul
REL1.

Comanda inceperii temporizarii se da fie
prin apasarea butonului START sau de la
distantd cu ajutorul unui alt buton conectat
prin doua cabluri torsadate la conectorul
K3-START. In cazul in care cele doua cabluri
sunt de lungime mare (peste 50cm) si
montajul lucreaza intr-un mediu cu
perturbatii electrice se recomanda ca porni-
rea temporizarii de la distanta sa se faca prin
intermediul unui releu reed (REL2) montat
fmpreuna cu dioda D6 si totodata intre-
rupand traseul dintre K3 si pinul 6/IC1.

Se mentioneaza cd atat releul reed cat si
dioda aferenta sunt disponibile optional.

Semnalizarea stdrii releului de actionare
este facuta de Led-ul D5.

Efectuarea a cel putin un ciclu de
temporizare este semnalizata de aprinderea
intermitentd a punctului zecimal de pe di-
gitul 4.

Montajul se alimenteaza direct din reteaua
de 220V/50Hz, drept pentru care se vor lua
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Fig. 2a masuri pentru prevenirea electrocutarii.

- durata maxima de temporizare: 99
al afisorului minute si 59 secunde;

- rezolutie: 1 secundg;

- memorarea ultimei durate temporizate.

Programarea temporizatorului

Programarea se face simplu cu ajutorul a
3 butoane ( PROG, UP si DOWN) astfel:

- se apasa butonul PROG pana cand
digitii 3 si 4 corespunzatori secundelor se

¢ aprind in mod pulsatoriu;
5 Fig. 2b Desen de - se seteazd valoarea dorita pentru se-
N cunde prin actionarea butoanelor UP si/sau

ageLxmo L echipare cu circuitul DOWN,;
- se apsa din nou butonul PROG pani
o imprimat vazut cand digitii 1 si 2 corespunzatori minutelor
L se aprind intermitent, iar 3 si 4 continuu;
O\/0 O0\/0\O\Ol0 prin transparenta - se seteazd valoarea doritd pentru
minute la fel ca si in cazul secundelor;

(placa de afisare - memorarea timpului setat se face prin
S — - apasarea butonului PROG pana cand se
’ K1l si comanda) aprind segmentele "g" de la tofi cei 4 digiti
- __A (4 liniute orizontale) ceea ce semnificd

, . faptul ca operatia a fost efectuata.
. o
I ;O =t o
Pe98eee Pentru realizarea produsului final se
4 I’I recomanda caseta G1098. in cazul utiliza-
5 rii acesteia, cablajele se vor decupa conform
desenelor.

( {8888888 j o Se monteaza componentele electronice

urmarind schema electrica si desenele de
e elEeaetE echipare.

Atentie la orientarea circuitelor integrate

S o
. si a pieselor polarizate. Componentele

. . D O o]

o - " e~ —~—— . marcate pe desenele de echipare cu RO
o - = . o | - 8-°Q . ? o sunt rezistoare de 0Q si nu sunt figurate
“u pe schema electrica.

Fig. 3a Cablajul imprimat (placa de baz3) Asamblarea celor doua circuite imprima-

o o | te complet echipate se face fixand provizo-
9 . . -
o riu elementul de conectare intre cele doua
W\cs
ERL

.
elafe

placi in pozitia K9-K10 (lipirea facandu-se
dupd fixarea mecanica) dupa care se fixeaza

r¢ mecanic prin intermediul a doua distantiere
L<1#] si patru suruburi M3.
Ic2
ABLLIXND o o Se vor lua mdsuri pentru prevenirea
| lectrocutariil
44}44 ;“12 electrocutarii

\'d W)
F1 o98A ; 4 ;
Soft-ul din microcontroler este proprie-
|+ . . . i u
o A K9 o tatea'ﬁrmel Conex Electronic si nu se ofera
START gratuit.

Montajul se poate procura direct asamblat
Fig. 3b Desen de echipare cu circuitul imprimat vizut prin transparenti (placa de bazi) si testat. Pret: 985.000 lei @
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CASETE ABS

Tip Culoare ‘ Caracteristici
G858G (S) | Gri Fara decupare
G858B (S) Negru Fara decupare
G858G (O) | Gri Decupare pentru afisaj
G858B (0) | Negru Decupare pentru afisaj

x




HPS10 - Personal Scope nu este
numai un multimetru cu afisaj grafic,
ci un osciloscop portabil complet de
dimensiuni si cost comparabile cu ale
unui multimetru de buna calitate.

Cu o sensibilitate sub 0,1mV si cu
functii avansate de osciloscop, HPS10
este un accesoriu de masurare si
analiza semnale electrice care,
datorita pretului accesibil este
potrivit pentru scopuri educationale
in invatamantul liceal si universitar
sau pentru masuratori in
echipamente audio, analiza
semnalelor digitale din automatizari,
echipamente electronice din
automobile, surse de alimentare in
comutatie etc.

Datorita functiei de autosetare
HPS10 permite ca analiza unei forme
de unda sa se faca rapid si usor!

Instrumentul HPS40 este un osciloscop portabil pefformant, ce
prezinta caracteristici ca: esantionare pana la 40MHz, zgomot captat la
intrare mic, sensibilitate ridicata, greutate mica si design specific, ecran
LCD iluminat sau posibilitatea de a alege alimentarea de la baterii
obisnuite sau de la baterii reincarcabile. De specificat ca afisorul LCD
ofera cinci posibilitati de afisare a parametrilor semnalului testat.
Datorita functiei de autosetare, HPS40 se recomanda atat pentru
electronisti incepatori, cat si pentru profesionisti, acestia putand admira
performantele de masurare ale osciloscopului doar printr-o simpla
apasare de buton.

Intrarea osciloscopului este flotanta si complet izolata.

Ecranul afisat si datele masurate pot fi transferate pe un computer
prin portul (izolat optic) R$232 al lui HPS40.




Aparatele de masura cu afisare pe
monitorul calculatorului personal tind sa se
dezvolte rapid la ora actuala din mai multe

motive: din punct de vedere economic,
scade costul aparatului prin eliminarea
afisajului cu cristale lichide LCD, care este o
componenta costisitoare si cu

posibilitati de afisare limitate in ceea ce
priveste numarul de caractere si paleta
coloristica oferita; din punct de vedere
functional, calculatorul permite implemen-
tarea mai multor functii de masurd, se pot
realiza calcule matematice complicate in
intervale scurte de timp, se pot inregistra si
stoca valorile masurate, etc. Scade de ase-
menea si timpul de proiectare, mediile de
programare grafica permitand atat confi-
gurarea rapida a interfetelor grafice, cat si
realizarea functiilor matematice complexe
prin utilizarea unor instructiuni puternice,

rezultand coduri de program compacte.

Voltmetru
de retea pentru PC

Descrierea partii hardware

Voltmetrul de retea prezentat in acest
articol realizeaza atat functia de masurd
tensiune, cat si pe cea de protectie la supra-
tensiune, cu o temporizare stabilitd de
utilizator. Conectarea la calculator se face
prin portul serial. Interfata grafica este reali-
zata in mediul de programare grafica Visual
Basic - VB6.

Schema electrica a partii hardware este
prezentata in figura 1.

Aceasta este organizata n jurul unui mi-
crocontroler industrial din seria AVR,
AT9054433-8PI, care contine si convertorul
analog digital (cu aproximatii succesive) ne-
cesar procesului de masurare. Referinta de
tensiune a ADC are valoarea de +5Vcc si
este preluatd din sursa de alimentare a mi-
crocontrolerului prin filtrul trece-jos R4-C5.
Convertorul este de 10 biti cu 8 canale.

Resetarea microcontrolerului se face
printr-un semnal "0 logic" aplicat la pinul
"RST". Timpul de Reset este de minim 50ns.
Circuitul de Reset este format din compo-
nentele KO, R3, D1, C1, prin care este reali-
zat si "auto-resetul” microcontrolerului la
cuplarea sursei de alimentare. Constanta de
timp a circuitului R3-C1 trebuie sa fie de
minim 3-4 ori mai mare decat timpul de
reset (In cazul de fata aceasta constanta este
de 1ms).

Baza de timp a microcontrolerului este
formata din cristalul de cuart Q si condensa-
toarele C3 si C4 (20 - 30 pF). Pentru o trans-
misie seriald cu eroare O pentru rate de baud
incepand de la 2400 si pana la 115200
biti/s, s-a utilizat un cristal cu frecventa de
rezonanta de 7,3728MHz.

Condensatorul C2 este utilizat pentru
decuplarea sursei de alimentare si se va
monta cat mai aproape de terminalele de

Cu protectie temporizata

la supratensiune

Leonard Lazar

alimentare ale microcontrolerului (pinii 7
si 8).

Interfata seriald este realizata cu circuitul
CI3 de tip MAX232 sau ADM232 si compo-
nentele aferente. Se va respecta cu strictete
polaritatea condensatoarelor electrolitice
figurata in schema, altfel exista riscul distru-
gerii acestui circuit integrat. Conectarea la
calculator este facuta printr-un conector
clasic DB9 mama.

Circuitul de masura al tensiunii este
format din: transformatorul TR, cu rolul
separarii galvanice a montajului fata de re--
teaua de tensiune electrica, puntea redre-
soare PR1(1A, 50V), condensatorul de fil-
trare CF1(0,22uF - 1uF) si divizorul rezistiv
R1-RT1-R2.

Utilizand un transformator de 220/
12Vca, dupa redresare si filtrare se obtine o
tensiune de aproximativ 15Vcc. Din semire-
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DBN
1N4148

voltmetrului: la o tensiune de 300Vca
aplicata primarului transformatorului, pe
cursorul lui RT1 va trebui sa se masoare ten-

rezistoare cu pelicula metalica cu tolerante
de 1%, aceasta tensiune de +5Vcc ar trebui
sd se gaseasca la mijlocul cursei semire-
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Pentru a nu pune in pericol intrarea con-
vertorului analog digital al microcontroleru-
lui, s-a montat dioda Zenner DZ1 cu valoa-
rea tensiunii de strapungere de 5,1V.

Tensiunea de alimentare de +5Vcc este
obtinutd cu un circuit de tip 7805 clasic,
alimentat cu o tensiune continua a carei va-
loare poate varia intre 7 si 24Vcc. Aceasta
tensiune va fi preluata dintr-o sursa se-
paratd, nu se va utiliza transformatorul
TR din partea de masura!

Dioda D2 - 1N4001 protejeaza montajul
n cazul alimentarii cu tensiune cu polaritate
inversata.

Protectia la supratensiune este realizata
prin releul electromagnetic REL, comandat
de microcontroler prin intermediul tranzisto-
rului T1. Dioda D5 de regim liber este de tip
1N4007 si protejeaza tranzistorul impotriva
supratensiunilor de comutatie care apar la
eliberarea releului electromagnetic. Lipsa
acestei diode va duce si la functionarea
defectuoasa a microcontrolerului, care se
reseteazd in momentul eliberdrii releului.

Cablajul imprimat realizat de firma
Elk Connect Int'l si modul de amplasare a
componentelor sunt prezentate in figurile 2
si 3. Nu a fost amplsat transformatorul de
masura.

Descrierea modului de
functionare

Conversia analog digitala este initiata la
fiecare 300 ms (practic se fac trei masuratori

R6 RN D4
68k-1% = cit  CI7805
LED 3[ ; D2
(¥BVect ouT N — I
an:g GND ——0 = 1N4001
Tn 47uI. 2 S <J1>
(GIGNDLE
................................................... 1PM1 - 18k-1% - ﬁ- T
GNDM GNDM  GNDM B
c10 l Z REL
[¥5Vee ] 12V/10A
Y " oon KO RESET ci AT90S4433-8P| 1N4007 <J3>
I]l 10uF
HC12 R3 1 JiEs 28
ci3 A2 | 2 [+5Vec » RST PC5(ADCS)
C13j1ouF | 4 7 10uF 2
& T (RXD)PDO  PCA(ADC4) T
| [ e e 3| ro)PD1 PC3ADCE) P =
c14l sjcer RinpS L 4 25 10K C546B
s 51c> R104L‘JA1"-F —1 (INTO)PD2 PC2(ADC2) —
10uF] _fcts %¥5OUTTT2' 2 5 (NT1yPD3 PCI(ADCY)
= 8 IR2IN RooUTH 6 23
PC 10uF LA, —= (TOPD4  PCO(ADCO) ——
4 RS232 Etﬁﬂ:&——m 22
O1s vee AGND ——{ GNDM
> foon g 21 C6(10n
= C3y122p GND AREF GFTADM
o T I‘—‘”——_T_—| 9 20 e
s XTAL1 AVCC < +5Vec |
o— 84 Q =) 10 19 100
5 c4 lzzp_’l"_l— XTAL2 PB5(SCK) — CTOH
GisalgE I . W
11 18 y
——Js 73728MHz — (T1)PD5  PB4(MISO) — Fig. 1 Schema electrica a
12 17
DB9 —= (AINO)PD6 PB3(MOSI) ——
13 ) 16 !
—= (AINT)PD7  PB2(SS) — voltmetrului de retea
14 15
(ICP)PBO  PB1(OC1) —
glabilul RT1 se stabileste capatul de scald al ~ siunea de +5Vcc. Teoretic, utilizand  glabilului RT1.
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Fig. 4 Interfata grafica a programului

=
B

pe secunda).

Rezultatul conversiei digitale U,y este
transmis serial la calculator cu o rata de baud
de 9600 biti/s, care calculeaza valoarea
tensiunii masurate, stiind ca pentru valoarea
1023 (1111111111b) corespund 5Vcc la
intrarea  ADC (adica 300Vca tensiunea
retelei).

Umésurm = bﬂ . %
REZ
unde

Ugez = 0,00488V (rezolutia ADC)

Valoarea obtinuta este comparata cu pra-
gul de tensiune setat de utilizator (a se vedea
descrierea interfetei grafice), si in cazul in care
acesta a fost depasit, se actioneaza releul
electromagnetic cu temporizarea impusa.
(Dupa realizarea temporizarii se testeaza din
nou daca tensiunea mdsuratd este mai mare
decét valoarea setata pentru prag, si in caz
afirmativ se actioneaza releul electromag-
netic).

Descrierea interfetei grafice

Interfata grafica este prezentata in figura 4.
Elementele de meniu sunt: PRAG, ABOUT
si COM. Valoarea tensiunii masurate este
afisata intr-un control de tip "frame", in al

=10l

Vv

PRAG“-T—::j_E_J HEL-oNl.
§'EHP1 rTT" ﬁ SEC

Fig. 5 Semnalizarea actionarii releului

electromagnetic

carui titlu este inscrisa valoarea capatului de
scala al voltmetrului, adica 300V. Valorile de
prag tensiune si temporizare pentru actio-
narea releului electromagnetic sunt inscrise
in doud controale de tip "text", etichetate
corespunzdtor. Valorile pot fi incrementate
sau decrementate prin  controalele
"spin_button" aferente. Pentru pragul de

tensiune, valorile pot fi setate in intervalul
0...300V (din volt in volt), iar pentru tempo-
rizare valorile pot fi setate in intervalul
0...60s (din secunda in secunda).

In momentul in care tensiunea masurata
devine mai mare decat valoarea de prag se-
tatd, este pornit un Timer al formei de lucru
(nu este vizibil in timpul rularii aplicatiei) cu
intervalul de temporizare de 1s. La sfarsitul
temporizarii este testata conditia de ac-
tionare a releului electromagnetic, si anume

=10l

% VOLTMETRU DE RETEA

PRAG ABOUT COM ’
- 300 V i e -

231 v

Fig. 6 Forma de lucru a aplicatiei in cazul

renuntarii la functia de protectie

daca tensiunea masuratd este mai mare
decat pragul de tensiune stabilit. Daca
aceasta conditie este satisfacuta, este
transmis un semnal de comanda de la calcu-
lator la microcontroler, care actioneaza re-
leul electromagnetic ale carui contacte nor-
mal-inchise se deschid si se realizeaza astfel
protectia unui ehipament oarecare impo-
triva supratensiunilor de lunga durata din

w. VOLTMETRU DE RETEA |

PRAG ABDUT | COM

00y — v COM1

ComM2

1§ COM3
e Com4 L

Fig. 7 Elementul de meniu COM

reteaua electrica de alimentare. Se pre-
cizeaza faptul ca temporizarea este realizata
de calculator, si va diferi in functie de sistem
cu o eroare de +10% din valoarea setata.

i

L

Starea releului electromagnetic este
semnalizatd prin doua controale de tip
"shape_circle" plasate in dreapta formei de
lucru principale: verde pentru releu eliberat
si rosu pentru releu actionat (fig. 5).

Cu ajutorul butoanelor "REL-ON" si
"REL-OFF" utilizatorul poate controla inde-
pendent starea releului electromagnetic prin-
tr-un simplu click cu mouse-ul. Odata ce unul
din aceste butoane primeste focalizarea (devi-
ne activ), apasarea tastei ENTER a tastaturii
calculatorului va duce la focalizarea celuilalt
buton si implicit la schimbarea starii releului e-
lectromagnetic.

Prin activarea elementului de meniu PRAG,
este inhibata functia de protectie la supra-
tensiune. Interfata grafica se micsoreaza
(figura 6), avand numai rolul de afisare a
tensiunii masurate. In bara de titlu va apare
textul: "Voltmetru de retea".

Meniul COM (figura 7) permite selectarea
portului serial prin care se face transmisia de
date (implicit este utilizat COM1, dar pentru
sistemele mai vechi acesta este utilizat
pentru conectarea mouse-ului si trebuie
schimbat). In cazul in care portul setat nu
este disponibil este afisat un mesaj de
eroare. @

Fisierul executabil al aplicatiei poate fi obti-
nut prin email: redactie@conexclub.ro.

!

f jReélfzarea“pr
~_voltmetrului
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DS18S20

Senzor de temperatura
digital cu bus 1-Wire

Croif Valentin Constantin

Circuitul DS18520 produs de Dallas
Semiconductor&Maxim

(www.maxim-ic.com)

realizeaza functia de termometru
digital pe 9 biti. Valoarea masurata

a temperaturii este transmisa

pe un bus tip Microwire (1-Wire)

pentru comunicare cu un microprocesor,
de exemplu.

Circuitul are si functia de alarm3,
pragurile acesteia (jos si sus)

sunt setate software de utilizator

si memorate intr-o memorie nonvolatila.

24 APRILE 2003 [SonexClub

ircuitul opereaza n  domeniul
-55...+125°C cu precizie data de
+0,5°C In gama -10°...+85°C.

Acesta se poate alimenta direct de pe linia
de date (asa numita metoda "parasite
power"), eliminand necesitatea alimentarii de
la o sursa de tensiune.

Mai multe circuite DS18S20 pot opera
simultan pe linia de date. Circuitul prezinta un
cod unic pe 64 de biti pentru identificare. Din-
tre aplicatii amintim: monitorizarea tempera-
turilor din interiorul cladirilor, masinilor si echi-
pamentelor industriale, monitorizarea proce-
selor si controlul sistemelor.

Date tehnice

- gama de temperaturd masurata:
*-55°C...+125°C;

- precizie +0,5°C in gama -10°C...+85°C;

- rezolutie 9 biti;

- viteza de conversie: max. 750ms;

- bus 1-Wire pentru comunicatie;

- cod unic de identificare (ID) pe 64 biti;

- praguri alarma setate de user in memorie

nevolatild.

Descriere terminale

Circuitul se realizeaza In doua tipuri de
capsule, respectiv TO-92 sub codul DS18520

8-Pin 150mil SO
(DS18520Z)

Fig. 1 Semnificatia

pinilor si capsulele

Privire de jos

circuitului

si capsuld 8 pini, 150mil tip SO, sub codul
DS18S20Z (figura 1).
Semnificatia pinilor este urmatoarea:
- GND - Masa;
- DQ - Data IN/OUT - bus 1 - Wire de
transmisie/receptie date; este un terminal tip
Open-drain. Pe acest pin se poate face si
alimentarea circuitului prin rezistor pull-up
(4,7kQ);
- VDD - Pin optional de alimentare cu
tensiune pozitiva dacd nu se utilizeaza ali-
mentarea pe la pinul DQ. Altfel, se conectea-
zd la GND.

Schema bloc interna

In figura 2 se remarca configuratia circui-
tului si modul de utilizare. Memoria interna
(Scratchpad Memory) are rezervat un registru
de 2 octeti pentru stocarea valorii temperatu-
rii masurate de sensor. Pentru cele doua nive-
luri de alarma (trigger) TH si TL sunt rezervati
registri de 1 byte. Cele doua niveluri sunt
memorate si in absenta tensiunii de alimen-
tare. DS18S20 utilizeaza protocol de comu-
nicatie 1-Wire. Linia de bus, DQ, se poate co-
necta in circuit pe bus in mod 3-state sau
open drain.

O caracteristica este posibilitatea de a ope-
ra fard tensiune de alimentare. Alimentarea se
face direct de pe bus prin rezistoarele de
4,7kQ. Semnalul de "1" logic pe bus incarca
condensatorul CPP la bornele caruia se obtine
tensiunea VDD interna circuitului. Acest mod
de lucru se numeste "parasite power".

Ca alternativa, DS18S20 se poate alimenta
extern la pinul VDD.

Masurarea temperaturii

Principala functie a lui DS18S20 este con-
versia temperatura-semnal digital pe 9
biti, ce corespunde unui pas de 0,5°C.

Pentru a initia o secventa de masurare
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temperatura si conversie A/D, procesorul
trebuie sa transmita comanda [44h] circuitu-
lui DS18520 pe bus. Rezultatul este memo-

TAB. 1 - EXEMPLU DE FUNCTIE

CONVERSIE TEMPERATURA/IESIRE DIGITALA

TEMPERATURE | DIGITAL OUTPUT | DIGITAL OUTPUT rati i et D TR S RN 2 e
(Binary) (Hex) 2 octeti.
+85.0°C 0000 0000 1010 1010 00AAA Valoare masuratd este calibratd in grade
1+25.0°C 0000 0000 0011 0010 0032h Celsius. Pentru grade Fahrenheit trebuie reali-
3 zata o tabeld sau o rutina de conversie.
e 00410009 D0CY 9P 0001h Asa cum s-a specificat datele sunt memo-
0°C 0000 0000 0000 0000 0000h rate pe 16 biti (2 octeti), a se vedea in figura 3.
-0.5°C 1111 1111 11111111 FFFFh Bitul de semn indica daca valoarea tem-
-25.0°C 1111 111111001110 FFCEh peraturii este pozitiva (S=0) sau negativa (S=1).
-55.0°C 1111 1111 1001 0010 FF92h Un exemplu de valori se vede in tabelul 1.

Vaii Semnalizarea unei alarme

Dupa operatia de conversie temperatura,
%1% J A ReurT | VEMORY CONTROL DS18S20 valoarea rezultata este comparata cu pragurile
B > 3 TH si TL definite de utilizator si memorate n
% l = e l registrele TH si TL. Formatul acestor registre se
INTERNAL Voo 64-BIT ROM vede in figura 4. S este bitul de semn, dupa
GNDI-@ Gl - P wire PoRT SCRATCHPAD cum s-a descris mai sus.
; Daca temperatura masurata este mai mica
J — sau egald cu valoarea inscrisa in registrul TL
Voo SUPPLY [—teipy sau mai mare decat TH se semnalizeaza o con-
< ’l SEILER0/CENFRATOR | ditie de alarma (un "flag" intern circuitului

este setat). "Flag-ul" este reactualizat dupa

Fig. 2 Schema bloc interna fiecare operatie de conversie. Daca exista o
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
9By [ 2% <] 2 | T2 | 2 U gt 1R O eaipd Fig. 3
bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 i
MsBytelive . [oo8 .8 | 8 & o <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>